Analisis de multicapas alternas de hierro y niquel por Microscopia Electrénica
de Barrido y Espectroscopia de Energia Dispersiva

Erik Garcia de Ledn Monter, Ezequiel Huipe Nava, Lourdes Mondragén Sanchez, Jaime Montoya Cruz.
ehuipe@itmorelia.edu-mx

Instituto Tecnolégico de Morelia, Programa de Maestria en Metalurgia.
Av. Tecnologico 1500, Col. Lomas de Santiaguito, C. P. 58120, Morelia Mich. México.

Se presenta un estudio de la interaccion del hierro con el niquel, en capas de 20 a 30 um. de espesor uniforme,
depositadas por el método de Deposicion Quimica en Fase Vapor (CVD)[1], en sustratos de vidrio. Los metales
se depositan por descomposicion de los reactivos: pentacarbonilo de hierro y tetracarbonilo de niquel en
condiciones de 4x10™ torr. de presién y 400° C de temperatura en un reactor de pared fria [2].

Se analizan las capas por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EED) y por Difraccion de Rayos X. Se
establece una relacién reactivo-espesor de capa, se encuentra una difusién mutua de los metales en capas con una
estructura columnar [3] se reportan la dureza y resistividad de las capas y los parametros del proceso.

Deposito NUmero Volumen del Duracion del depésito. | Tiempo de perma-
reactivo (ml) (hrs) nencia* (hrs)
Bicapa Fe-Ni 1 2 5:40 4:40
Bicapa Ni -Fe 2 6 11:00 10:00
Tricapa Fe-Ni-Fe 3 6 11:35 10:35
Tricapa Ni-Fe-Ni 4 6 11:45 10:45
Multicapa Ni-Fe-Ni-Fe 5 4 9:30 8:30
Multicapa Fe-Ni-Fe-Ni 6 4 9:30 8:30
Multicapa 7 5 11:25 10:25
Fe-Ni-Fe-Ni-Fe
Multicapa 8 25 7:00 6:00
Ni-Fe-Ni-Fe-Ni
Multicapa 9 6 12:00 11:00
Ni-Fe-Ni-Fe-Ni-Fe
Multicapa 10 6 12:00 11:00
Fe-Ni-Fe-Ni-Fe-Ni

Parametros de los depésitos realizados
*Tiempo de permanencia = tiempo en que permanecen los materiales depositados a temperatura de 400°C.
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Figura 1.- Espesor y aspecto de las capas Figura 2.- Espectro composicional del depésito por EED
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Figura 3.- Mapeo por EED del hierro Figura 4.-Mapeo por EED del niquel
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Figura 5.- Cdmara de depdsito por CVD de pared fria Figura 6.-Reactor CVD utilizado
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